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BASIC -ABSTRACT: An air-core induction coil (10) has been 
dimensioned in such a 

way that it can be handled by an automatic mounting machine 
for surf ace -mounte 

d devices (SMD) . The top surface of the coil is coated 
therefore by a layer 

(11) which forms a plane area. The ends (12,13) are 
flattened after the 

insulation has been stripped in order to produce soldering 
surfaces of adequate 

area. If the layer (11) consists of silicone, the coil can 

be stretched within 

limits to vary the inductance. 
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ADVANTAGE - This adds to the range of components which can 
be handled by- 
automatics for the SMD technique. 

ABSTRACTED- PUB -NO: DE 3615307C 

EQUIVALENT-ABSTRACTS: A single layered spool without a 
winding member, includes 

a nearly planar surface on the spool surface. The spool 
ends are formed by 

deforming the deinsulated spool wire ends, so that a large 
surface area for 

soldering is formed. The spool dimensions are chosen so 
that the spool can be 

worked using a surface mounted device for coating. The 
coating is pref. an 
epoxy resin. 

ADVANTAGE - The spool is efficient and reliable and is 
economical to produce . 
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© Luftspulen fur automatische SMD-Bestuckung 
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1. Emlagige Luftspule (10) ohne Wickelkorper. da- 
ciurch gekennzeichnet, daB die Abmessungen so 
gewahh sind, daB sie gegurtet von einem SMD-Be- 
stQckungsautomaf-n ' .-ituckt werden konnen, die 
Oberseite -!er S ■■ ?) durch eine aufgebrachte 
Schicht ■; ■ i '■ ahernd ebene Flache bildet 
und a.r, :::^,.-enden (12, 13) so durch Verfor- 
men dv : entisolierten Spulendrahtes ausgebildet 
sind, dc ie eine ausreichende Lotflache bilden. 

2. Luf^pule nach Anspruch 1, bei der die Abmes- 
sungen Lange (L) x Breite (B) den gangigen Ab- 
maBen von SMD-Bauteilen entsprechen. 

3. Luftspule nach Anspruch 1 bis 2, bei der durch 
Variation der Hohe (H)d\e verschiedenen fndukti- 
vitatswerte erreicht werden. 

4. Luftspule nach Anspruch 1 und 3, bei der durch 
Variation der Drahtstarken sich die Abmessungen 
nach Anspruch 2 ergeben. 

5. Luftspule nach Anspruch 1, bei der die Win- 
dungszahl nicht die Anspriiche 3 und 4 erfiillt und 
bei der durch Wickeln der Spulenwindungen auf 
Abstand die geforderte Induktivitat bei gegebener 
Gate und gegebener Spulenkapazitat die Abmes- 
sungen nach Anspruch 2 durch die aufgebrachte 
Schicht (2) erreicht wird. 

6. Luftspule nach Anspruch 1 bis 5, bei der die auf- 
gebrachte Schicht (2) aus einem Epoxidharz be- 
steht. 

7. Luftspule nach Anspruch 1 bis 5, bei der die auf- 
gebrachte Schicht aus eiher warmebestandigen Si- 
likonmasse besteht. 
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Beschreibung 
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Bei der derzeitigen Entwicklung der SMD (Smali- 
mounted-device)- oder Chip-Technik werden in zuneh- 
mendem MaBe Bauteile gefordert, die sich mit den auf 
dem Markt befindlichen SMD-BestGckungsautomaten 40 
verarbeiten lassen. Es haben sich Automaten durchge- 
setzt, die vorzugsweise in Gurtform angelieferte Bautei- 
le verarbeiten. Lieferbar sind Widerstande, Kondensa- 
toren, Halbleiter, integrierte Schaltkreise und Induktivi- 
taten, wobei letztere auf einen Spulenkorper gewickelt 4s 
sind aus Keramik oder Ferritmaterial. Fur viele Anwen- 
dungen bis in den GHz-Bereich werden aber Induktivi- 
taten benotigt mit einer Gute und Spulenkapazitat, die 
sich von den bekannten SMD-Induktiven nicht realisie- 
ren lassen. Luftspulen werden bis jetzt noch separat so 
bestiickt. 

Die voriiegende Erfindung hiift diesem Mangel ab. Es 
sind fur die automatische SMD-Bestuckung 3 Forderun- 
gen wichtig: 

55 

1. Die Abmessungen der Luftspulen mussen sich 
den Fertigungseinrichtungen anpassen. Vorwie- 
gend sollen nach Abb. 1 die Abmessungen Lange 
(L) x Breite (B) den Bauformen 1206, 1210, 1212 
entsprechen. Die Hohe (H) kann dabei beliebig 60 
sein. 

2. Viele Bestiickungsautomaten besitzen zur Auf- 
nahme der Bauteile eine Vakuumpipette. Diese 
yerlangt aber eine glatte Oberfiache. Drahte sind 
im allgemeinen fUr diese Pipette nicht geeignet. 55 
Viele Automaten wurden bei zu geringem Vakuum 
bedingt durch Nebenluft Fehlfunktionen ausfuhren. 

3. Die Lotflachen fur die Befestigung der Spulen 


mussen ausreichend sein, man rechnet 
0,2-0,3 mm x Breite (B) des Bauteiles. Unter Be- 
rucksichtigung dieser Forderungen laflt sich eine 
Spule entsprechend Abb. 1 herstellen. Die AuBen- 
form der Spuie (10) ist vorzugsweise viereckig, es 
lassen sich aber auch runde Spulen teilweise verar- 
beiten. Die Oberfiache (11) besteht aus einem 
Kunststoff, vorzugsweise mit einem Epoxidharz 
oder einer Silikonmasse. Wichtig ist die Hitzebe- 
standigkeit, wen die Luftspule z. B. auf einer Leiter- 
platte montiert wird und letztere tauchgelotet wird 
Die Oberflache (11) muB so eben sein, daB sich die 
Windungen nicht mehr markieren. 

Urn die ausreichende Auflageflache zum Loten zu 
erreichen, mussen die abisolierten Spulenenden (12, 13) 
so verformt werden, daB sich eine annahernd ebene 
Fiache von ca. 0,3 mm ergibt Bei Drahten von 
0,2—0,3 mm 0 wird der Draht breitschlagen, bei groBe- 
rem Draht 0 wird der Drahtquerschnitt nur quadra- 
tisch verformt. 

Die Auflageflachen (12, 13) durfen nicht zu breit wer- 
den, weil sonst die Toleranzen der Bauteilabmessungen 
z. B, 1 206 uberschritten werden. 

Ist die geforderte Induktivitat so gering, daB sich eine 
Spule mit Windung an Windung eng anliegend nicht 
realisieren laBt, dann laBt sich durch Wickeln der Win- 
dungen auf Abstand der elektrisch geforderte Wert er- 
reichen, die mechanische Stabilitat und die Abmessun- 
gen lassen sich nur durch eine entsprechend dicke Ober- 
flachenschicht (11) erreichen. 

Die Abb. 1 stellt eine perspektivische Darstellung ei- 
ner Spule entsprechend des Anspruchs 1 dar, die 

Abb. 2 zeigt die Seitenansicht 

Besteht die Schicht (11) aus einer Silikonmasse, dann 
laBt sich die Spule (10) bei Bedarf zerren; in einem ge- 
wissen Bereich kann die Induktivitat verandert werden. 
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